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© Verfahren zur Herstellung eines Digitalisfertabletts. 



© Zur Herstellung eines Digitalisiertabletts mit zwei 
Gruppen von jeweils innerhalb der Gruppe parailelen 
Leiterbahnen (2. 3, 4, 5; 2\ 3', 4'), die senkrecht 
zueinander verlaufen und kopfanar angeordr.et sind, 
v/erden die Leiterbahnen (2. 3, 4, 5; 2, 3', 4*) durch 
Atzen aus einer Metallschicht hergesteltt und mit 
einer Isolierstoffschicht (13; 13') abgedeckt. Die En- 
den (6, 7, S. 9; 6', 7\ &) der Leiterbahnen (2, 3. 4, 5; 
2'. 3', 4') werden dabei von Isolierstoff freigehalten 
und durch Aufdrucken von elektrisch leitfahiger oder 
metallisierbarer Uruckfarbe verbunden. 
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"Verfahren zur Herstellung eines Digitalisiertabletts" 



Verfahren zur Herstellung eines Digitalisierta- 
bletts mit zwei Gruppen von jeweiis innerhalb der 
Gruppe paraJlelen Leiterbahnen. die senkrecht zuei- 
nander verlaufen und koplanar angeordnet sind, bei 
dem die Leiterbahnen einer Gruppe jeweiis durch 
Atzen aus einer Metallschicht, insbesondere 
Kupferschicht hergestellt und mit einer Isoiierstoff- 
schicht abgedeckt werden. 

Derartige Digitalisiertabletts haben den Vorteil, 
dafl sich durch das Atzen auf reiativ einfache Wei- 
se Leiterbahnen mit verhSitnismaflig groflem Quer- 
schnitt und damit geringem ohmschen Widerstand 
herstellen iassen. so dafl die Dampfung der in den 
Leiterbahnen gefuhrten elektrischen Impulse 
verhaltnismaflig gering ist. 

Ein Nachteil bei diesen bekannton Digitalisier- 
tabletts besteht jedoch darin, da3 die Enden der 
Leiterbahnen . durch anzulotende Leitungsdrahte 
miteinander verbunden werden mussen, da es 
nicht mogiich ist, diese Verbindung einfach beim 
Herstellen der parallelen Leiterbahnen mit herzu- 
stellen. Dies wGrde namlich dazu fuhren, dafl die 
andere Leiterbahnen uberkreuzenden Verbindun- 
gen zwischen jeweiis zwei Leiterbahnen 6inen 
Kurzschlufl zwischen den uberkreuzten Leiterbah- 
nen und den durch die Verbindung miteinander 
verbundenen Leiterbahnen herstellen. Die durch 
Lotung befestigten Leiterdrahte konnen demge- 
genuber so angeordnet bzw. isoliert werden, dafl 
die Gefahr eines Kurzschlusses vermieden wird. 

Es ist ohne weiteres klar, dafl die Herstellung 
der Verbindungen durch Anloten von Leiterdrahten 
ein arbeitsaufwendiger Vorgang ist und da/3 
daruber hinaus ein Digitalisiertablett mit derartigen 
Leiterdrahten einen verhaitnismaflig sperrigen Auf- 
bau hat. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, die Herstellung 
eines kompakten Digitalisiertabletts zu vereinfa- 
chen. 

Zur Losung dieser Aufgabe wird das Verfahren 
der eingangs erwahnten Art erfindungsgemafl 
derart ausgestaltet. dafl die Enden der Leiterbah- 
nen von Isolierstoff freigehalten und durch Aufdr:,c- 
ken von elektrisch leitfahiger oder metallisierbarer 
Druckfarbe verbunden werden. 

Mit dem erfindungsgemaflen Verfahren wird 
ein Digitalisiertablett hergestellt, dessen parallele 
Leiterbahnen wegen der Herstellung mittels 
Atztechnik einen verhaltnismaflig groflen 
Leiterquerschnitt und damit geringen ohmschen 
Widerstand haben konnen, wahrend die Verbindun- 
gen an den Enden der Leiterbahnen nach deren 
Herstellung aufgedruckt werden, so dafl diese Ver- 
bindungen jeweiis nur zwei Leiterbahnen verbin- 
den, jedoch wegen der die Leiterbahnen im 



wesentlichen abdeckenden isoiierstoffschicht keine 
Verbindung mit den dazwischenliegenden Leiter- 
bahnen aufweisen und so auch keinen Kurzschlufl 
bilden konnen. 
5 Dabei kann zwar der Leitungsquerschnitt der 

Verbindungen wegen der Herstellung durch 
Drucken mittels elektrisch leitfShiger oder nach- 
traglich metallisierbarer Druckfarbe deutlich gerin- 
ger als derjenige der parallelen Leiterbahnen sein. 
ro doch verringert der dadurch hdhere Widerstand in 
den Verbindungen den Gescmtwiderstand der mit- 
einander verbundenen Leiteau-hnen nur 
verhaltnismaflig geringfugig, weil die Verbindungen 
im Verhaltnis zu den ubrigen Leiterbahnen sehr 

15 kurz sind. 

Urn eine ebene Abdeckung der Leiterbahnen 
durch die Isoiierstoffschicht und damit eine durch- 
gehend ebene Fiache zu erhalten, kann auf die die 
Leiterbahnen tragende Fiache eine die Leiterbah- 

20 nen freilassende Isolierstoffbeschichtung aufge- 
bracht werden. deren Dicke gleich der Dicke der 
Leiterbahnen ist, und die isoiierstoffschicht wird 
dann - auf die Leiterbahn und die Isolierstoffbe- 
schichtung aufgebracht. 

25 Auf diese Weise fulit die Isolierstoffbe- 

schichtung den Raum zwischen den Leiterbahnen 
aus und bildet zusammen mit diesen eine durchge- 
hende, ebene Fiache fur die Aufnahme der 
Isolierstoffbeschichtung. 

30 Die Isolierstoffbeschichtung und/oder die 

Isoiierstoffschicht konnen im Siebdruckverfahren 
aufgebracht werden, und auch die Druckfarbe kann 
im Siebdruckverfahren aufgedruckt werden. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand der 

35 Figuren naher erlautert. 

Figur 1 zeigt in einer vereinfachten Drauf- 
sicht den Leiterbahn-und den Verbindungsverlauf 
eines Digitalisiertabletts. 

Figur 2 zeigt in einer Teil-Explosionsdarstel- 

40 lung den Aufbau des Digitalisiertabletts im in Figur 
1 strichpunktiert umrandeten Bereich. 

Das in Figur 1 schematisch dargestellte Digita- 
lisiertablett hat eine aus einem Kunststofftrager be- 
stehende Hauptflache 1, auf der. wie durch eine 

45 Umrandung angedeutet, eine Arbeitsflache 1a ge- 
bildet ist. Auf dieser Arbeitsflache befinden sich 
parallel zueinander verlaufende, in gleichem Ab- 
stand voneinander angeordnete Leiterbahnen. von 
denen die sich teilweise in das strichpunktiert urn- 

so randete i~eid erstreckendGn Leiterbahnen mit den 
Bezugszeichen 2, 3. 4 und 5 bezeichnet sind. Die 
Enden einander nicht unmittelbar benachbarter Lei- 
terbahnen, etwa die Enden 6 und 8 sowie- 7 und 9 
der Leiterbahnen 2. 4 bzw. 3, 5 sind durch Verbin- 
dungen, etwa 10 und T1 miteinander verbunden. 
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wobei wie in Figur 1 zu erkennen ist t die oberen, 
nicht bezeichneten Endon der.benachbarten Leiter- 
bahnen 2 und 3 direkt miteinandsr verbunden sind. 
Alie Verbindungen sowie auch der Anfang A und 
das Ende E des auf diese Weise gebiideten Lei- 
tungsverlaufes liegen auflerhalb der Arbeitsflache 
la, und man er'<ennt, dafl ein am Anfang A des 
Leitungsverlaufes zugefuhrter Impuls nacheinander 
alle Verbindungen und Leiterbahnen durchlauft, bis 
er am Ende E des Leitungsverlaufes austritt Mittels 
eines Oder mehrerer derartiger Impulse erfolgt in 
bekannter Weise die Ermittlung von bestimmten 
Punkten oder Bereichen auf d9r Arbeitsflache 1a 
moglich, wobei zu. berucksichtigen ist, dafl an der 
Unterseite der Flache 1 eine ahnliche. jedoch um 
90° gedrehte Anordnung von Leiterbahnen und 
Verbindungen vorgesehen ist. wie dies auch Figur 
2 zu entnohmen ist. 

In Figur 2 ist der die FtSche 1 bildende Kunst- 
stofftrager ohne die auf ihm angeordneten Leiter- 
bahnen 2. 3. 4, 5 gemafl Figur 1 und ohne die an 
der Unterseite der Flache 1 vorgesehenen Leiter- 
bahnen 2', 3'. 4' dargestellt 

In diesem Zusammenhang sei erwahhnt. dafl 
die in Figur 2 angedeutete Anordnung urrterhalb 
d9r Flache 1 im wesentlichen der Anordnung ofcer- 
halb der Flache 1 entspricht, jsdech um 90° gs* 
dreht ist. Gleiche Bauelemente und Teile sind mit 
gleichen Bezugszeichen wie oberhafb der Flache 1 . 
jedoch zusatzlich mit ' gekennzeichnet und brau- 
chen wegen der Ubereinstimmung mit dem Aufbau 
oberhalb der Flache l nicht naher erlautert zu 
werden. 

Oie Leiterbahnen 2. 3, 4. 5 einschliefllich ihrer 
Enden 6, 7, 8. 9 werden in ublicher Weise durch 
Atztechnik, etwa aus Kupfer auf der Flache 1 aus- 
gebildet. Danach wird auf diese Flache, etwa im 
Siebdruckverfahren eine Isolierstoffbeschichtung 12 
aufgetragen. die jedoch weder die Leiterbahnen 2. 
3, 4, 5 noch deren Enden 6. 7, 8, 9 abdeckt. 
sondorn lediglich den Bereich zwischen diesen bis 
genau zur H<ohe der Leiterbahnen 2, 3. 4. 5 
ausfuilt, so dafl eine durchgehend ebene Flache 
entsteht. Auf diese Flache wird dann, wiederum 
vorzugsweise im Siebdruckverfahren eine 
Isolierstoffschicht 13 aufgebracht. die jedoch Aus- 
sparungen 14, 15. 16, 17 im Bereich der Leiterb?h- 
nenden 6. 7, 8, 9 aufweist, so dafl die Isolierstoff- 
schicht 13 die gesamte Isolierstoffbeschichtung 12 
und die Leiterbahnen 2. 3. 4, 5 elektrisch isolierend 
abdeckt, jedoch die Enden 6, 7, 8, 9 freilaflt. 

Schiie/Jlich werden auf die Isolierstoffschicht 13 
mittels bekannter, elektrisch leitfahiger oder metalli- 
sierbarer Druckfarbe die Verbindungen 10.11 auf- 
gedruckt, wobei bei diesem Druckvorgang auch der 
Anschlufl dieser Verbindungen 10, 11 mit den Lei- 
terbahnenden 6, 8 und 7, 9 hergestellt wird. da 
diese durch die Aussparungen 14, 16 und 15, 17 




hindurch zuganglich sind. wahrend die aufgedrucfc- 
ten Verbindungen 10, 11 in ihrem ubrigen Verlauf 
gegenOber den Leiterbahnen durch die Isolierstoff- 
schicht 13 elektrisch isoliert sind. 

5 

AnsprUche 

1. Verfahren zur Herstellung eines Uigitalisier- 
io tabletts mit zwei Gruppen von jeweils innerhaib der 

Gruppe parallelen Leiterbahnen (2. 3. 4. 5; 2*. 3'. 
4'), die senkrecht zueinander verlaufen und kopla- 
nar angeordnet sind. bei dem die Leiterbahnen (2, 
3, 4. 5; 2', 3', 4') einer Gruppe jeweils durch Atzen 

is aus einer Metaiischicht, insbesondere Kupier- 
schicht hergestellt und mit einer Isolierstoffschicht 
(13; 13') abgedeckt. werden, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die Enden (6 f 7, 3, 9; o. 7', 8') der 
Leiterbahnen (2. 3, 4, 5; 2\ 3', 4') von Isolierstoff 

20 freigehalten und durch Aufdrucken von elektrisch 
leitfahiger oder metallisierbarer Druckfarbe verbun- 
den werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl auf die die Leiterbahnen (2, 3.. 

25 4, 5; 2', 3\ 4') einer Gruppe tragende Flache (1) 
eine die Leiterbahnen (2. 3, 4, 5; 2*. 3\ 4*) freilas- 
ssr.ds Isolierstoffbeschichtung (12; 12') aufgebracht 
wird. deren Dicke gleich der Dicke der Leiterbah- 
nen (2. 3, 4, 5; 2\ 3', 4') ist, und dafl die Isoiierstoff- 

30 schicht (13; 13') auf die Leiterbahnen (2. 3, 4, 5; 2', 
3', 4') und die Isolierstoffbeschichtung (12; 12') auf- 
gebracht wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2. dadurch ge- 
kennzeichnet, dafl die Isolierstoffbeschichtung 

35 (12; 12") im Siebdruckverfahren aufgebracht wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 

3, dadurch gekennzeichnet, dafl die isolierstoff- 
schicht (13; 13') im Siebdruckverfahren aufgebracht 
wird. 

40 5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 

4, dadurch gekennzeichnet, dafl die Druckfarbe 
im Siebdruckverfahren aufgedruckt wird. 



45 



so 



55 



3 



0 278 484 



